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내  

1

명

[ 명  명칭]

필  캐  프  그것  내 한 적층형 멀티칩 치  그  제조

[ 면  간단한 명]

제1 는 히 트 싱크  가  TAB 프  사 하고, 또 본 명에  싱 층  키 로  능하는 
냉각 치  시한 면.

제2 는 TAB 프 제조공정에  히 트 싱크  제  시한 면.

제3 는 3층 조  프  시한 면.

본 내  공개 건 므로 전문 내  록하  

(57)  

항 1 

캐  , 캐  상에 된 층  포함하며, 상  층   치  히 트 싱크  
 드  형 하는 에칭층   치  필  캐  프.

항 2 

특허   제1항에 , 또 상  캐   상   층 사 에 는 접 층  포함하는 
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 치  필  캐  프.

항 3 

특허   제1항에 , 상   드는 제1  향 로 연 하고, 상  히 트 싱크는 상
 제1  향과 하는 제2  향 로 연 하는  치  필  캐  프.

항 4 

특허   제3항에 , 상   드는  칩과 커넥  적  하나  결합되고, 
상  히 트 싱크는 열  냉각  하  해  치에 결합되  는  치  필  캐  

프.

항 5 

특허   제4항에 , 상   칩  상에 탑 되  는  치  필  캐  
프.

항 6 

 치  히 트 싱크   드  형 하 록 캐  상에 층  하는 과 상
 층  에치하는  포함하는  치  필  캐  프.

항 7 

특허   제6항에 , 상  에칭하는  제1  향 로 연 하 록  드  형
하고 제1  향과 하는 제2  향 로 연 하 록 히 트 싱크  형 하는  포함하는 

 치  필  캐  프 형 .

항 8 

특허   제7항에 , 또  칩과 커넥   하나에 상   드  결합시키는 
과 열  냉각  하  해  치에 히 트 싱크  결합시키는  포함하는  

치  필  캐  프 형 .

항 9 

특허   제8항에 , 또 상에  칩  탑 하는  포함하는  치  필
 캐  프 형 .

항 10 

상에 적층한 다  칩  치  포함하는 적층형 멀티칩  치에 , 각각  칩 
 치는 드  가  필  캐  프, 상  필  캐  프  상  드에 전 적 로 

접 된  칩, 상   칩  면에 탑 된 히 트 싱크  상  필  캐  프  상  
드에 전 적 로 접 되고 상  히 트 싱크  탑  한 커넥  포함하는 적층형 멀티칩  
치.

항 11 

특허   제10항에 , 상  히 트 싱크는 상  필  캐  프에 에칭한 고, 상
 필  캐  프는 캐    캐  상에 겹쳐놓여  층  포함하고, 상  

층   치  한 히 트 싱크  드  형 하는 에칭층  적층형 멀티칩  치.

항 12 

특허   제11항에 , 또 상  캐   상   층 사 에 는 접 층  포함하는 
적층형 멀티칩  치.

항 13 

특허   제11항에 , 상   드는 제1  향 로 연 하고, 상  히 트 싱크는 
상  제1  향과 하는 제2  향 로 연 하는 적층형 멀티칩  치.

항 14 

특허   제10항에 , 상  히 트 싱크상에는 적  하나  제1  치결정 크가 련
되  고, 상  커넥 에는 상  제1  치결정 크에 하는 적  하나  제2  치결정 크
가 련되  는 적층형 멀티칩  치.

항 15 

특허   제10항에 , 상  히 트 싱크는 상  에 접 되  는 적층형 멀티칩 
 치.

항 16 

특허   제15항에 , 상      적층형 멀티칩  치.
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항 17 

특허   제10항에 , 상  상에는 열전   련되  고, 상  히 트 싱크는 
상  열전   거쳐  상  에 접 되  는 적층형 멀티칩  치.

항 18 

특허   제10항에 , 상  히 트 싱크에는  칩   에 는 치에 열  
멍  련되  는 적층형 멀티칩  치.

항 19 

특허   제10항에 , 로 노 된  상  히 트 싱크에는 열 휜  련되  
는 적층형 멀티칩  치.

항 20 

특허   제10항에 , 상  커넥 에는 상  히 트 싱크  상  커넥  간  하
는 홈  련되  는 적층형 멀티칩  치.

항 21 

특허   제10항에 , 또  칩 사  열 전달  하  해 다   칩  
접하는 적  하나 사 에 단열  형 하는 단  포함하는 적층형 멀티칩  치.

항 22 

특허   제21항에 , 상  단열 는 히 트 싱크  적  하나  정  에 련되  
는 적층형 멀티칩  치.

항 23 

특허   제10항에 , 또 상  필  캐  프  상  드에 전 적 로 접 되  
드에  열  가능하 록 드로  쪽 로 연 하는 전 적  열적 전  포함하는 

적층형 멀티칩  치.

항 24 

다  칩  치가 상에 적층되는 적층형 멀티칩  치  형 에 , 각각  칩
 치는 드  가  필  캐  프  련하는 , 상  필  캐  프  상  

드  칩  전 적 로 접 하는 , 상   칩  면에 히 트 싱크  탑 하는 과 
상  히 트 싱크  탑 하  한 커넥  련하여 상  필  캐  프  상  드에 상  
커넥  전 적 로 접 하는 에 해 형 되는 것  포함하는 적층형 멀티칩  치  형

.

항 25 

특허   제24항에 , 상  필  캐  프는 캐    캐  상에 겹쳐
 층  포함하고,  칩  한 상  히 트 싱크  상  드  형 하 록 상  층  

에칭하는  또한 포함하는 적층형 멀티칩  치  형 .

항 26 

특허   제25항에 , 상  에칭하는  제1  향 로 연 하 록 상   드
 형 하고, 상  제1  향과 하는 제2  향 로 연 하 록 상  히 트 싱크  형 하는 
 포함하는 적층형 멀티칩  치  형 .

항 27 

특허   제24항에 , 또 적  하나  제2  치결정 크  상  히 트 싱크상에 련
하는 , 적  하나  제2  치결정 크  상  제1  치결정 크에 하는 커넥 상에 련
하는 과 치 정합  해 상  제1  제2  치결정 크  사 하는  포함하는 적층형 멀
티칩  치  형 .

항 28 

특허   제24항에 , 또 상  에 상  히 트 싱크  접 하는  포함하는 적층
형 멀티칩  치  형 .

항 29 

특허   제28항에 , 상      적층형 멀티칩  치  형
.

항 30 

특허   제24항에 , 또 열전   상  상에 형 하는 과 상  열전  
 해 상  에 상  히 트 싱크  접 하는  포함하는 적층형 멀티칩  치.
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항 31 

특허   제24항에 , 또 상   칩   에 는 치  히 트 싱크에 열
멍  련하는  포함하는 적층형 멀티칩  치  형 .

항 32 

특허   제24항에 , 또 상  히 트 싱크  쪽 로 노 된 에 열 휜  련하
는  포함하는 적층형 멀티칩  치  형 .

항 33 

특허   제24항에 , 또 상  히 트 싱크  커넥  간  하  해 홈  갖
는 커넥  형 하는  포함하는 적층형 멀티칩  치  형 .

항 34 

특허   제24항에 , 또  칩 사  열 전달  하  해 다   칩  
접하는 적  하나 사 에 단열  련하는  포함하는 적층형 멀티칩  치  형
.

항 35 

특허   제24항에 , 또 드에  열  가능하게 하  해 드로  쪽 로 
연 하 록, 상  필  캐  프  상  라 드에 전 적  열적 전  전 적 로 접 하는 

 포함하는 적층형 멀티칩  치  형 .

※ 고사항 : 원 내 에 하여 공개하는 것 .

면

    면1

    면2

    면3
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